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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(§4) Reinigungsvorrichtung fur eine Halbleitervorrlchtung 

(§) Eine Reinigungsvorrichtung fur eine Hafbleitervorrichtung , 
weist eine Duse zum Spruhen einer Reinigungslosung auf, 
wobei ein Korper der Duse an einem Ende desseiben einen 
EinlaS, an dem anderen Ende desseiben einen abgedichte- 
ten Endabschnitt, und ferner eine MehrzahJ von Ldchern, die 
linear in der Oberflache derselben von innerhaJb des Korpers 
zu der AuSenseite des Korpers angeordnet sind, aufwetst 
Die Reinigungsvorrichtung weist ferner ein Bad auf, in dem 
Wafer gereinigt werden, wobei die Reinigungsfosungs- 
Spruhduse an der Unterseite des Bads angebracht ist, urn 
eine Reinigungslosung durch eine Mehrzahl der Ldcher, die 
auf der Oberflache derselben gebildet slnd, zu spruhen, 
wobei die eine Seite der Duse mit einem Reinigungsldsungs- 
Zufuhrungsrohr verbunden ist, wahrend die andere Seite der 
Duse abgedichtet 1st. Die Lochflache, durch die die Losung 
gelangt, nimmt allmahlich von einer Seite der Duse, durch 
die die Reinigungslosung eingebracht wird, zu der anderen 

LO abgedichteten Seite ab, so daS die Losung mft einem 

GO einheitlichen Druck gespruht wird. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Rei- 
nigungsvorrichtung fur eine Halbleitervorrichtung und 
insbesondere eine Reinigungsvorrichtung fur eine Halb- 
leitervorrichtung, die die GleichmaBigkeit der Wafer- 
atzrate durch das Vereinheitlichen des Sprfihdrucks ei- 
ner Reinigungslosungs-Spruhduse verbessern kann, um 
die Wafer, die in ein Bad eingetaucht sind, zu reinigen. 

Allgemein werden die Reinigungseffmenz f einer Mu- 
ster eines Wafers und seines peripheren Abschnitts und 
die Einheitlichkeit einer NaBreaktion in der Halbleiter- 
vorrichtungs Industrie sehr wichtig, entsprechend der 
Durchmessererhohung der Wafer fur die hone Integra- 
tion und die hohe Integration von Chips, die ein Ergeb- 
nis der grSBenmaBigen Reduzierung von Halbleiterbau- 
elementen ist 

Daher ist eine Vielzahl von Hilfstechniken zur Ver- 
besserung der NaBreinigungseffizienz vorgesehen. 

Eine herkommliche Reinigungsvorrichtung fur eine 
Halbleitervorrichtung umfaBt ein inneres Bad 12 zum 
Reinigen einer Mehrzahl von Wafern 10, ein Reini- 
gungslSsungs-Zuffihrungsrohr 15, das an dem inneren 
Bad 12 angeordnet ist, um eine Reinigungslosung zuzu- 
fuhren, eine Reinigungslosungs-Spruhduse 18, die auf 
der Unterseite des Bads angebracht ist, um die Reini- 
gungslosung durch eine Mehrzahl von Lochern, die auf 
der Oberflache derselben gebildet sind, zu spruhen, wo- 
bei eine Seite der Duse mit dem Reinigungslosungs-Zu- 
fuhrungsrohr 15 verbunden ist, wahrend die andere Sei- 
te der Duse abgedichtet ist. Die Vorrichtung weist fer- 
ner ein AuslaBrohr 14 auf, das unter dem Bad installiert 
ist, sowie ein auBeres Bad 13, in das in dem inneren Bad 
12 fiber laufende Reinigungslosung entleert wird. 

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf den Be- 
trieb einer herkommlichen Reinigungsvorrichtung fur 
eine Halbleitervorrichtung. Wenn eine Pumpe einge- 
schaltet wird, wird die Reinigungslosung, die zu dem 
Reinigungslosungs-Zufuhrungsrohr 15 geliefert wird, 
durch ein Filter gefiltert und flieBt dann in das innere 
Bad 12. 

Wie in den Fig. 1A und IB gezeigt ist, ffiUt die Reini- 
gungslosung, die durch das Reinigungslosungs-Zuffih- 
rungsrohr 15 zugef uhrt wird, das innere Bad 12 von der 
Mitte des Bodens des inneren Bads 12 aus, oder wird 
durch die Reinigungslosungs-Spruhduse 18, die mit dem 
einen Ende des Reinigungslosungs-Zufuhrungsrohrs 15 
verbunden ist, zu dem unteren Rand oder der Seite des 
Wafers 10 gespruht 

Dies bedeutet, daB die Reinigungslosung, die durch 
das Reinigungslosungs-Versorgungsrohr 15, das im 
mittleren Bereich des inneren Bads 12 angeordnet ist 
(Richtung A) oder durch die Reinigungslosungs-Spruh- 
duse 18, die an der Unterseite des inneren Bads 12 ange- 
ordnet und mit dem Reinigungsldsungs-Zuffihrungsrohr 
15, das an der Seite des inneren Bads 12 angeordnet ist, 
verbunden ist (Richtung B), in das innere Bad flieBt, 
zwischen den Wafern zirkuliert und dieselben reinigt, 
wobei eine chemische Reaktion mh der Oberflache der 
Wafer stattfindet 

Ferner reinigt die Reinigungslosung, die durch meh- 
rere Locher 18-1 einer GroBe, die mit einem besthnmten 
Abstand fiber die Oberflache der Reinigungslosungs- 
Spruhduse 18 verteilt sind, welche an der Unterseite des 
inneren Bads 12 angeordnet ist, in der Richtung der 
angesammelten Wafer in einer Waferkassette 11 ge- 
spruht wird, die Kanten und Seiten der Wafer. 

Wenn Reinigungslosung, die fiber einem spezifischen 
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Wasserstand in das innere Bad 12 flieBt, in das aufiere 
Bad 13 uberlauft, wird dieselbe ferner durch das AuslaB- 
rohr 14, das an der Unterseite des auBeren Bads 13 
angeordnet ist, aus der Vorrichtung entleert, oder flieBt 
5 durch eine Zirkulationsleitung, in der Unreinheiten ge- 
filtert werden, in das innere Bad 12 zuruck, wobei die 
Zirkulationsleitung mit dem Reinigungsldsungs-Zufuh- 
rungsrohr 15 verbunden ist 

Wie in Fig. ID dargestellt ist, variiert jedoch der 

io Spruhdruck der Reinigungslosung-Spruhduse 18, die bei 
einer herkommlichen Reinigungsvorrichtung die Reini- 
gungslosung durch eine Vielzahl von Lochern auf der 
Oberflache der Duse zu den Wafern 10 sprfiht, entspre- 
chend dem Ort der Duse. 

15 Das heiBt, daB die Abweichung der Reinigungslo- 
sungs-Sprfihdruckintensitat von einer Seite der Reini- 
gungslosungs-Spruhduse, an der die Reinigungslosung 
zugef uhrt wird, zu der anderen abgedichteten Seite der- 
selben zunimmt Dies liegt an den Gegendruckeinflfis- 

20 sen der abgedichteten zweiten Seite der Duse. 

Es existiert folglich ein Problem dahingehend, daB die 
gesammelten Wafer in der Waferkassette nicht einheit- 
Uch gereinigt werden. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht dar- 

25 in, eine Reinigungsvorrichtung fur eine Halbleitervor- 
richtung zu scbaffen, die eine einheitliche Reinigung bei- 
spielsweise von Wafern liefert. 

Diese Aufgabe wird durch eine Reinigungsvorrich- 
tung gemaB den Anspruchen 1, 4, 5 und 6 gelost 

30 Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Rei- 
nigungsvorrichtung fur eine Halbleitervorrichtung, die 
im wesentlichen eines oder mehrere der Probleme auf- 
grund der Begrenzungen und Nachteile der verwandten 
Technik beseitigt 

35 Diesbezuglich besteht ein Ziel der vorliegenden Er- 
findung darin, eine Reinigungsvorrichtung fur eine 
Halbleitervorrichtung zu schaffen, die die Reinigungsra- 
te durch das einheitliche Spruhen einer Reinigungslo- 
sung auf den unteren Rand oder die Seite von Wafern 

40 mittels einer Reinigungslosungs-Spruhduse verbessert 
Zusatzliche Merkmale und Vorteile der Erfindung 
werden in der folgenden Beschreibung dargelegt und 
werden aus der Beschreibung oder das Durchf fihren der 
Erfindung offensichtlich. Die Aufgaben sowie weitere 

45 Vorteile der Erfindung, die durch die Struktur erhalten 
werden, die speziell in der Beschreibung und den An- 
spruchen hierin herausgestellt ist, werden ebenso wie 
die beigefugten Zeichnungen offensichtlich. 
GemaB der vorliegenden Erfindung besitzt eine Rei- 

50 nigungsvorrichtung fur eine Halbleitervorrichtung, die 
ein Bad mit einer Waferkassette, in der eine Mehrzahl 
von Wafern gesammelt ist, ein Reinigungsldsungs-Zu- 
fuhrungsrohr, das an dem unteren Abschrutt des Bads 
angeordnet ist, und eine Reimgungslosungs-Spruhdfise, 

55 deren eine Seite mit dem Reinigungsldsungs-Zuffih- 
rungsrohr verbunden ist, und deren andere Seite abge- 
dichtet ist, um die Reinigungslosung durch viele Locher 
auf der Oberflache derselben zu spruhen, aufweist, eine 
Reinigungslosungs-Spruhduse, bei der die Lochflache 

60 von einer Seite, durch die die Reinigungslosung flieBt, zu 
der anderen abgedichteten Seite der Duse abnimmt, 
wobei die Reinigungslosungs-Spruhduse winklige Ab- 
schnitte aufweist, derart, daB eine Seite, durch die die 
Reinigungslosung flieBt, hdher ist als die andere abge- 

65 dichtete Seite der Duse, oder wobei die Reinigungslo- 
sungs-Spruhduse eine Querschnittflache aufweist, die 
von der einen Seite, durch die die Reinigungslosung 
flieBt, zu der anderen abgedichteten Seite der Duse all- 
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mahlich abnimmt 

Bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden 
Erfindung werden nachfolgend bezugnehmend auf die 
bei liegenden Zeichmingen naher erlautert Es zeigen: 

Fig. 1A eine rechtseitige Schnittansicht einer her- 
kommlichen Reinigungsvorrichtung fur eine Halbleiter- 
vorrichtung; 

Fig. IB eine Reinigungsldsungs-Spruhduse einer her- 
kommlichen Reinigungsvorrichtung fur eine Halbleiter- 
vorrichtung zum Spruhen einer Reinigungslosung; 

Fig. 1C eine Querschnittansicht einer herkommlichen 
Reinigungsvorrichtung fur eine Halbleitervorrichtung, 
die einen Flufiweg der Reinigungslosung zeigt; 

Fig. ID eine Intensitat des Reinigungslosungs-Spruh- 
drucks von einer Seite einer Reinigungsldsungs-Spruh- 
duse, in die die Reinigungslosung flieBt zu der anderen 
abgedichteten Seite derselben, durch ein Loch auf der 
Oberflache der Reinigungsldsungs-Spruhduse einer 
herkommlichen Reinigungsvorrichtung fur eine Halb- 
leitervorrichtung; 

Fig. 2A bis 2F bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele ei- 
ner Reinigungsldsungs-Spruhduse der vorliegenden Er- 
findung (Pfeile zeigen die Richtung des Reinigungsld- 
sungs-Flusses); 

Fig. 2G zeigt die Intensitat des Reinigungsldsungs- 
Spruhdrucks von einer Seite einer Reinigungsldsungs- 
Spruhduse, in die die Reinigungslosung flieBt, zu der 
anderen abgedichteten Seite derselben, durch ein Loch 
auf der Oberflache der Reinigungsldsungs-Spruhduse 
der vorliegenden Erfindung; und 

Fig. 3 und 4 zeigen weitere Ausfuhrungsbeispiele ei- 
ner Reinigungslosungs-SpruhdOse der vorliegenden Er- 
findung. 

Wie in den Fig. 2A und 2B des ersten bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung ge- 
zeigt ist, nimmt die LochflSche auf der Duse von einer 
Seite, durch die die Reinigungslosung flieBt zu der an- 
deren abgedichteten Seite der Duse ab. 

Urn die LochgroBe zu verringern, wird der Loch- 
durchmesser von der einen Seite, durch die die Reini- 
gungslosung flieBt, zu der anderen abgedichteten Seite 
der Duse allmahlich kleiner, wie in Fig. 2A gezeigt ist, 
oder die Lochanzahl ist von der einen Seite, durch die 
die Reinigungslosung flieBt, zu der anderen abgedichte- 
ten Seite der Duse reduziert, wie in Fig. 2B gezeigt ist, 
so daB die Summe der Flachen der Locher entsprechend 
jedem Lochort allmahlich reduziert ist. 

Das zweite bevorzugte Ausfuhrungsbeispiel der vor- 
liegenden Erfindung zeigt, daB der Spruhdruck der Rei- 
nigungslosung durch die Locher auf der Duse einheitlich 
zu den Waf era gegeben wird, ungeachtet des Dusenorts, 
da der Reinigungslosungsdruck auf der abgedichteten 
Seite der Duse aufgrund von winkligen Dusenabschnit- 
ten abnimmt 

Wie in Fig. 2C gezeigt ist, spruht die DQse mit mehr 
als einem winkligen Abschnitt, deren eine Seite, durch 
die die Reinigungslosung flieBt, hdher ist als die andere 
abgedichtete Seite der Duse, die Reinigungslosung mit 
einem einheitlichen Druck zu den Waf em. 

Das heiBt, daB die Reinigungsvorrichtung der vorlie- 
genden Erfindung die Reinigungsldsung mit einem 
gleichmaBigen Druck zu dem Rand der Wafer, die in 
einer Waferkassette gesammelt sind, ausstoBen kann, 
indem der Druck, der von der einen Seite, durch die die 
Reinigungsl6sung flieBt, zu der anderen abgedichteten 
Seite der Duse zunimmt, unterteilt ist 

Das dritte bevorzugte Ausfuhrungsbeispiel der vor- 
liegenden Erfindung zeigt, daB der Spruhdruck der Rei- 



nigungslosung durch die Dusenlocher ungeachtet des 
Dusenorts durch das Differenzieren der Querschnittfla- 
che und der Tiefe des Lochs von der einen Seite, durch 
die die Reinigungslosung flieBt, zu der anderen abge- 
5 dichteten Seite der Duse einheitlich zu den Wafern ge- 
geben wird 

Wie in den Fig. 2D, 2E und 2F gezeigt ist, spruht die 
Duse, deren Querschnittflache von der einen Seite, 
durch die die Reinigungslosung flieBt, zu der anderen 

io abgedichteten Seite der Duse abnimmt, die Reinigungs- 
losung mit einem einheitlichen Druck zu den Wafern. 

Fig. 2D zeigt eine Duse, bei der die Tiefe der Locher, 
ebenso wie der Querschnitt der Duse von der einen 
Seite, durch die die Reinigungslosung flieBt, zu der an- 

15 deren abgedichteten Seite der Duse allmahlich ab- 
nimmt 

Wie in Fig. 2G gezeigt ist, kann die voriiegende Erfin- 
dung gemaB den Fig. 2A bis 2F, bei der die abgedichtete 
Duse 28 selbst und die Locher auf der Duse umgeformt 
20 sind, die Reinigungslosung ungeachtet des Dusenorts 
mit einem einheitlichen Druck einheitlich zu den Wafern 
ausstoBen. 

Das vierte bevorzugte Ausfuhrungsbeispiel der vor- 
liegenden Erfindung ist in Fig. 3 dargesteUt Die Duse 

25 weist eine offene Seite, eine gegenuberliegende teilwei- 
se offene Seite und eine Verbindungsleitung 30 auf, die 
auf der teilweise offenen Seite angebracht ist, urn eine 
spezifische Remigungslosungsmenge zu einem AblaB- 
rohr, das mit einem auBeren Bad verbunden ist, auszu- 

30 stoBen, wobei die Verbindungsleitung in das innere Bad 
eingef ugt ist 

Daher ist der Gegendruck, der an der einen Seite, 
durch die die Reinigungslosung flieBt, und der entgegen- 
gesetzten Seite der Duse auftritt, verglichen mit der 

35 herkommlichen entsprechend dem offenen Bereich re- 
duziert so daB die Remigungslosungs-Spruhintensitat 
an dem Loch auf der Oberflache der Duse, das direkt 
durch den Gegendruck beeinfluBt wird, abnimmt, so daB 
die Reinigungslosung ungeachtet des Dusenorts mit ei- 

40 nem einheitlichen Druck gespruht wird 

Fig. 4 zeigt das funfte Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung. Die Duse weist eine offene Seite, 
eine gegenuberliegende teilweise offene Seite und einen 
FluBsteuerungsverschluB 40 auf, der auf der teilweise 

45 offenen Seite eingebaut ist um die Menge der ausgesto- 
Benen Reinigungslosung zu steuern, indem derselbe in 
die Dusenoberflache eingefugt bzw. aus derselben be- 
seitigt wird, wobei der FluBsteuerungs-VerschluB hohl 
ist und eine f este Dicke aufweist 

50 Wie in den Fig. 3 und 4 dargestellt ist wird der Ge- 
gendruck, der die teilweise offene Seite der Reinigungs- 
losungs-Spruhdusen 38 und 40 beeinfluBt durch den 
FluB einer speziflschen Reinigungslosungs-Menge zu 
der teilweise offenen Seite gesteuert, so daB die DOsen 

55 die Reinigungslosung mit einem einheitlichen Druck zu 
den Wafern ausgeben. 

Patentanspruche 
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1. Reinigungsvorrichtung fur eine Halbleitervor- 
richtung, die ein Bad (12, 22), in dem Wafer gerei- 
nigt werden, und eine Reinigungsldsungs-Spruhdu- 
se (18, 28) aufweist die an der Unterseite des Bads 
angebracht ist um eine Reinigungslosung durch ei- 
ne Vielzahl von Lochern einer speziflschen GroBe, 
die mtervallmaBig in der Oberflache derselben ge- 
bildet sind, zu spruhen, wobei eine Seite der Duse 
mit einem Reinigungslosungs-Zufuhrungsrohr ver- 
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bunden ist, wahrend die andere Seite der Duse ab- 
gedichtet ist, wobei eine Lochquerschnittflache 
(18-1), durch die die Losung gelangt, von einer Seite 
der Duse, durch die die Reinigungsldsung einge- 
bracht wird, zu der anderen abgedichteten Seite 
alimahlich abnimmt, so daB die Losung mit einem 
einheitlichen Druck gespruht wird. 

2. Reinigungsvorrichtung gem&B Anspruch 1, bei 
der die Anzahl von Lochern (18-1) mit einer vorbe- 
stimmten Grofie alimahlich von einem EinlaBab- 
schnitt (1) der Duse, durch den die Reinigungsld- 
sung eingebracht wird, zu einem abgedichteten En- 
de (2) reduziert ist, so daB die Summe der Flache 
der Ldcher entsprechend jedem Lochort alimahlich 
reduziert ist 

3. Reinigungsvorrichtung gemaB Anspruch 1, bei 
der der Lochdurchmesser (18-1) von dem EinlaB (1) 
zu dem abgedichteten Ende (2) alimahlich kleiner 
wird, so daB die Lochflache alimahlich reduziert ist 

4. Reinigungsvorrichtung fur eine Halbleitervor- 
richtung, die ein Bad (12, 22), in dem Wafer gerei- 
nigt werden, und eine Reinigungslosungs-Spruhdu- 
se (18, 28) aufweist, die an der Unterseite des Bads 
angebracht ist, urn eine Reinigungsldsung durch ei- 
ne Vielzahl von Lochern einer spezifischen GrdBe, 
die intervallmaBig in der Oberflache derselben ge- 
bildet sind, zu spruhen, wobei eine Seite der Duse 
mit einem Remigungslosungs-Zufuhrungsrohr ver- 
bunden ist, wahrend die andere Seite der Duse ab- 
gedichtet ist, wobei die Duse zumindest einen wink- 
ligen Abschnitt (3) aufweist, und wobei eine Seite 
(1) der Duse, durch die die Reinigungsldsung einge- 
bracht wird, hdher ist als die andere abgedichtete 
Seite (2), so daB die Losung mit einem vorbestimm- 
ten Druck gespruht wird. 

5. Reinigungsvorrichtung fur eine Halbleitervor- 
richtung, die ein Bad (12, 22), in dem Wafer gerei- 
nigt werden, und eine Reimgungsldsungs-Spruhdu- 
se (18, 28) aufweist, die an der Unterseite des Bads 
angebracht ist, um eine Reinigungsldsung durch ei- 
ne Vielzahl von Lochern einer spezifischen GrdBe, 
die intervallmaBig in der Oberflache derselben ge- 
bildet sind, zu spruhen, wobei eine Seite der DOse 
mit einem Reimgmigsldsungs-ZufOhrungsrohr ver- 
bunden ist, wahrend die andere Seite der Duse ab- 
gedichtet ist, wobei die Flache der Duse selbst ali- 
mahlich von einer Seite (1) der Duse, durch die die 
Reinigungsldsung eingebracht wird, zu der anderen 
abgedichteten Seite (2) abnimmt, so daB die Losung 
mit einem einheitlichen Druck gespruht wird. 

6. Reinigungsvorrichtung fur eine Halbleitervor- 
richtung, die ein Bad (12, 22), in dem Wafer gerei- 
nigt werden, und eine Reinigungsldsungs-Spruhdu- 
se (18, 28) aufweist, die an der Unterseite des Bads 
angebracht ist, um eine Reinigungsldsung durch ei- 
ne Vielzahl von Lochern einer spezifischen GrdBe, 
die intervallmaBig in der Oberflache derselben ge- 
bildet sind, zu spruhen, wobei eine Seite der Duse 
mit einem Reinigungsldsungs-Zuiuhrungsrohr ver- 
bunden ist, wahrend die andere Seite der Duse ab- 
gedichtet ist, wobei die Duse ein Freisetzungsloch 
(30) an ihrer abgedichteten Endseite (2) aufweist 

7. Reinigungsvorrichtung gemaB Anspruch 6, bei 
der die GrdBe des Freisetzungslochs (30) durch die 
Verwendung eines Adapters eingestellt ist, der wie 
eine Lei tun g gebildet ist, deren auBerer Durchmes- 
ser kleiner ist als ein innerer Durchmesser des Frei- 
setzungslochs (30). 
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